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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FCS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com
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https://manuals.plus/m/007e8f254c192f66bdb40416d5fc735feef5773455cd0d884cc4c02a1ec3a4f9

AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w N

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (F_USB3_1_2)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connectors (SATA3_2)(Upper), (SATA3_3)(Lower)
SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

11  System Panel Header (PANELI)

12 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

13 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

O 0 N N Ul W
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14  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
15 USB 2.0 Header (USB5)

16 USB 2.0 Header (USB3_4)

17 COM Port Header (COM1)

18 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

19 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
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PS/2 Mouse/Keyboard Port 7 USB 2.0 Ports (USB_1_2)
5 USB 3.2 Genl Type-A Port USB 3.2 Genl Type-C Port
(USB3_TA_1) (USB3_TC_1)
3 LAN RJ-45 Port* 9  USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
4 Line In (Light Blue)** 10  D-Sub Port
5  Front Speaker (Lime)** 11  HDMI Port
6  Microphone (Pink)** 12 DisplayPort 1.4

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

| ~ I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B660M-HDV motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

« ASRock B660M-HDV Motherboard (Micro ATX Form Factor)
« ASRock B660M-HDV Quick Installation Guide

+ ASRock B660M-HDV Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

+ 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ Micro ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 12" Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
- Digi Power design

+ 6 Power Phase design

+ Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

- Intel® B660

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 2x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to
5066+(0C)*
* Supports DDR4 3200 natively.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 64GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 1 x PCle Gen4x16 Slot*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 2xPCle Gen3x1 Slots
+ 1x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module

* Intel®* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.
« Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)
» Three graphics output options: D-Sub, HDMI and
DisplayPort 1.4
+ Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
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Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897/887 Audio Codec)

Supports Surge Protection

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports UEFI PXE

2 x Antenna Mounting Points

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

3 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors*
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3
will be disabled.

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type

2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type

2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)

modes**



RAID

Connector

BIOS
Feature

** Supports Intel” Optane™ Technology (M2_2 only)
** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)
** Supports NVMe SSD as boot disks

** Supports ASRock U.2 Kit

+ Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

+ 1x COM Port Header
+ 1xSPITPM Header
+ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP and CHA_FANI1~2/WP can auto detect if
3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x 8 pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 2x USB 2.0 Headers (Support 3 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V
PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH Voltage Multi-adjustment



Hardware + Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Monitor Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
‘Water Pump Fans

» CASE OPEN detection

+ Voltage monitoring: CPU Vcore, +1.05 PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

(0 + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http:/www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

B660M-HDV
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

13
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W S

ol (ST

B660M-HDV

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS1)
(see p.1, No. 12)

[

2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

17



2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

f Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over

will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 11)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header
according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.



Chassis Intrusion and
Speaker Header
(7-pin SPK_CI1)

(see p.1, No. 13)

SPEAKER
DUMMY

DUMM
V|

' |

1

olo
Q

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Please connect the
chassis intrusion and the
chassis speaker to this
header.

B660M-HDV

Serial ATA3 Connectors
Vertical:

(SATA3_0:

see p.1, No. 8)
(SATA3_1:

see p.1, No. 7)

Right Angle:
(SATA3_2:

see p.1, No. 9)(Upper)
(SATA3_3:

see p.1, No. 9)(Lower)

SATA3_1

[0
[0

SATA3 0

SATA3 3

These four SATA3
connectors support SATA
data cables for internal

storage devices with up to

6.0 Gb/s data transfer rate.

* If M2_2 is occupied by
a SATA-type M.2 device,

SATA3_3 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 16)

(4-pin USB5)
(see p.1, No. 15)

USB_PWR
P-

4
GND
P+0
P-0

usB

PWR

There are two USB
2.0 headers on this

motherboard.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin F_USB3_1_2)
(see p.1, No. 6)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.2 Genl header can

support two ports.

19



Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 18)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

)

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.



CPU/Water Pump Fan This motherboard
Connector FAN*SCPESDEACNO’;;E% : provides a 4-Pin water
(4-pin CPU_FAN2/WP) FAN_VOLTQNGS i cooling CPU fan
(see p.1, No. 19) connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.
ATX Power Connector a2 This motherboard pro-
(24-pin ATXPWRI) Gas vides a 24-pin ATX power
(see p.1, No. 5) I connector. To use a 20-pin
1L ATX power supply, please
_i_ plug it along Pin 1 and Pin
1|n] 3 13.
ATX 12V Power 8 —— ° This motherboard pro-
Connector 8%%8 vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4 1 power connector. To use a
(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this
connector.
SPI TPM Header SP'S}'ZQ:WR This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) Dy Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 10) SPIEZ?:I system, which can securely
[P store keys, digital certificates
eeeee] S Clg ’
1[o]o[o]0]0]0) passwords, and data. A TPM
JNE,LUPM*CS# system also helps enhance
i oRSTH network security, protects digital
SF?_P,;;)CZS_U identities, and ensures platform

integrity.

B660M-HDV

21



22

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 17)

TTXD1
DDCD#1

This COM1 header
supports a serial port

module.
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2.7 M.2 WiFi/BT PCle WiFi Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT PCle WiFi module.

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

23
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

/ o | Step 2

o Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-©
-©

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type 2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA PCle3x4  ASX7000NP-128GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-256GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-256GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-512GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-512GT-C

Apacer PCle3x4  AP240GZ280

Corsair PCIle3x4  CSSD-F240GBMP500
Intel PCle3x4  SSDPEKKF256G7
Intel PCle3x4  SSDPEKKF512G7

Kingston PCle3x4  SKC1000/480G
Kingston PCIle2 x4  SH2280S3/480G

0Cz PCIe3x4 RVD400-M2280-512G (NVME)
PATRIOT PCle3x4 PH240GPM280SSDR NVME
Plextor PCIe3 x4  PX-128M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-1TM8PeG

Plextor PCle3 x4 PX-256M8PeG

Plextor PCle3x4  PX-512M8PeG

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e

Samsung PCIe3x4 SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
Samsung PCle3x4 PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung PCle3x4 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung PCIe3x4 960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung PCle3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle x4 XP941-512G (MZHPU512HCGL)

SanDisk PCle SD6PP4M-128G

SanDisk PCle SD6PP4M-256G

TEAM PCle3x4 TM8FP2240G0C101

TEAM PCle3 x4 TM8FP2480GCl110

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)
modes.

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

F (2] { Step 2

0
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

-0
-©

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type 2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location B by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.

B660M-HDV
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCIe
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM PCle3 x4  TM8FP2240G0C101
TEAM PCle3 x4  TM8FP2480GCl110
Transcend  SATA3 TS256GMTS400
Transcend  SATA3 TS512GMTS600
Transcend  SATA3 TS512GMTS800

V-Color SATA3 VLM100-120G-2280B-RD
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280RGB
V-Color SATA3 VSM100-240G-2280
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280B-RD

WD SATA3 WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA3 WDS240G1G0B-00RC30
WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B660M-HDYV von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

den konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.
Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte
Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten
Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benétigen, erhalten Sie auf unserer
Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch fin-
den Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-
Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert wer-

1.1 Lieferumfang

« ASRock B660M-HDV-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
+ ASRock B660M-HDV-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock B660M-HDV-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 1x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform + Micro-ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design

Prozessor . Unterstiitzt Intel® Core™'-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
« Digi Power design
+ 6-Leistungsphasendesign
+ Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie
« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz - Intel® B660

Speicher « Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
« 2 x DDR4-DIMM-Steckplitze
« Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis
5066+(0C)*
* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.
* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.
asrock.com/)
«+ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)
« Systemspeicher, max. Kapazitat: 64 GB
« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiterungs- + 1 x PCle-Gen4x16-Steckplitze*
steckplatz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 2 x PCle-Gen3x1-Steckplitze
+ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ 2230-WLAN/BT-PCle-
WLAN-Modul

Grafikkarte * Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.
« Intel® X*-Grafikarchitektur (12. Gen.)
« Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI und
DisplayPort 1.4
«+ Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS (komprimiert) mit max.
Auflosung bis 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz
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Audio .

LAN .

Riickblende, E/A -

Speicher .

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max.
Auflosung bis 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflsung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897/887-Audiocodec)
Unterstiitzt Uberspannungsschutz

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219 V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt UEFI PXE

2 x Antennenmontagepunkte

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

3 x USB-3.2 Gen1-Typ-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2 Gen1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

4 x SATA-II1-6,0-Gb/s- Anschliisse*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

34

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt
Typ-2260/2280-PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)**

1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-
2260/2280-SATA-II1-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x4- (32 Gb/s)
Modi**
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** Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie (nur M2_2)
** Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD)
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

RAID « Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite
Anschluss « 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

1 x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehiuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelli-
gente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
2 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~2/WP kénnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1x Audioanschluss an Frontblende
. 2x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 3 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
. 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS-Funktion + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
+ CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05 V
PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH / Mehrfachspannungsan-

passung
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Hardware-iiber-
wachung

Betriebssystem

Zertifizierungen

Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehiuseliifterge-
schwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasserpum-
pen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehduse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, +1,05 V PCH, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05 V PROC, +0,82 VPCH, +12 V, +5V, +3,3 V

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

ECGC;CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung

j Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und

eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche

Schdden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

W B

ol (T

CMOS-l6schen-Jumper
(CLRMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

[
2-poliger Jumper

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-

Loschung zu entfernen.

sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Q Falls Sie den CMOS l6schen, wird moglicherweise ein Gehiuseeingriff erkannt. Bitte pas-
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
A Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Netzschalter, Reset-
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Taste und Systemstatusanzeige
am Gehéuse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung mit
dieser Stiftleiste. Beachten Sie

foleps vor Anschlieffen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.
RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Compu-
ter tiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstat ige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhe-
zustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet
oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Thres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.



Gehiuseeingriffs- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_CI1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

SPEAKER

DUMMY

DUMM
V|

' |

1

olo
Q

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Bitte verbinden Sie Gehdusee-
ingriffsvorrichtung und den
Gehduselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse
Vertikal:

Diese vier SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel

(SATA3_0: - = M=o fiir interne Speichergerate mit ei-
I I

siehe S. 1, Nr. 8) 2 [ -| 2 ner Dateniibertragungsgeschwin-
= =

(SATA3_1: prd L] [ % digkeit bis 6,0 Gb/s.

siche S. 1, Nr. 7) *Wenn M2_2 durch ein SATA-

W: ~ Typ-M.2-Geriit belegt ist, wird

< < 2 SATA3_3 deaktiviert.

< <C _

siehe S. 1, Nr. 9) (obere) '3_:) [ [ ';T:)

(SATA3_3; -

siehe S. 1, Nr. 9) (untere)

USB 2.0-Stiftleisten Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten

g
(9-polig, USB3_4) UPBSPWR an diesem Motherboard.

(siehe S. 1, Nr. 16)

(4-polig, USB5)
(siehe S. 1, Nr. 15)

4
GND
P+0
P-0

usB

PWR

USB 3.2 Genl1-Stiftleiste
(19-polig, F_USB3_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB-3.2-
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

B660M-HDV

39



Audiostiftleiste
Frontblende

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ 7‘oumn

ol o

Q1010

[ Tour2 1

J_SENSE
ouT2_R

MIC2_R

Mmic2_L

| [®][®]

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten an
der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehdiuse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volu-
me (Aufnahmelautstirke)“ an.

Gehéuse-/Wasserpumpen-

Lifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 4)

(4-polig, CHA_FAN2/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 14)
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FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Dieses Motherboard bietet

zwei 4-poligen Wasserkiihlung-
Gehéuseliifteranschluss. Falls
Sie einen 3-poligen Gehduse-
Wasserkiihlerliifter anschliefen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

40

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
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CPU-/Wasserpumpen- FAN SPEED CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet einen
Liifteranschluss " CPU_FAN_SPEED 3 4-poligen Wasserkiihlung-CPU-
(4-polig, CPU_FAN2/WP) FAN’VOLTQS[E) i Lifteranschluss. Falls Sie einen
(siehe S. 1, Nr. 19) 3-poligen CPU-Wasserkiihlerliif-
ter anschlieflen mochten, verbin-
den Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis
3.
ATX-Netzanschluss il 2 Dieses Motherboard bietet einen
(24-polig, ATXPWRI1) Gl 24-poligen ATX-Netzanschluss.
(siehe S. 1, Nr. 5) T Bitte schlieflen Sie es zur Nutzung
i eines 20-poligen ATX-Netzteils
-i- entlang Kontakt 1 und Kontakt 13
110 an.
ATX-12-V-Netzanschluss Dieses Motherboard bietet einen
(8-polig, ATX12V1) 8 —— ® 8-poligen ATX-12-V-Netzan-
(siehe S. 1, Nr. 1) 8%%8 schluss. BiFte schliefS.en Sie es zur
4 1 Nutzung eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.
*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel der
CPU und nicht das der Grafik-
karte angeschlossen ist. Schlie-
3en Sie das PCle-Stromkabel
nicht an diesen Anschluss an.
SPI-TPM-Stiftleiste R Dieser Anschluss unterstiitzt
(13-polig, SPI_TPM_J1) S oy das SPI Trusted Platform
(siehe S. 1, Nr. 10) CLKSP'%?? Module- (TPM) System, das
|PmPira Schliissel, digitale Zertifikate,
, 8 [e] 8 8 8 80 Kennworter und Daten sicher
| sLUPM,cs , aufbewahren kann. Ein TPM-
e System hilft zudem bei der
spu_scPSIBMISD Starkung der Netzwerksicherheit,
SPI_DQ2

schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die

Plattformintegritat.
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Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir serielle

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)

(siehe S. 1, Nr. 17) Ports.
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B660M-HDV

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B660M-HDYV, une carte mére
fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

contenu de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications
du présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock
sans notification préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre
carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous
utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est égale-

ment disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.
com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jout, le

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B660M-HDYV (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B660M-HDV

« CD dassistance ASRock B660M-HDV

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fented'ex-
pansion

Graphiques

44

« Facteur de forme Micro ATX
« Conception a condensateurs solides

eme

« Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

+ Digi Power design

+ Alimentation a 6 phases

+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® B660

+ Technologie mémoire double canal DDR4
« 2x fentes DIMM DDR4
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqua
5066+(0C)*
* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://www.asrock.
com/)
+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
+ Capacité max. de la mémoire systéeme : 64GB
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 1x fente PCle Gen4x16*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 2x fentes PCle Gen3x1
+ 1xsocket M.2 (clé E), prend en charge les modules Wi-Fi/BT PCle
type 2230

* La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un contrdleur graphique.
- Architecture graphique Intel® X (Gen 12)
« Trois options de sortie graphique : D-Sub, HDMI et DisplayPort 1.4
 Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
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«+ Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

«+ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

+ Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Audio « Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897/887)

+ Prend en charge la protection contre les surtensions

Réseau + Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
« Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
+ Prend en charge UEFI PXE

Connectique - 2x points de montage dantenne
du panneau - 1x port souris/clavier PS/2
arriére + 1x port D-Sub
« 1xport HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 3xport USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)
+ lxport USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)
+ 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
« 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
» Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

Stockage « 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s*
* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_3 est
désactivé.
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2260/2280**
+ 1x Socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), supporte les modes SATA3 6,0
Gols et PCle Gen3x4 (32 Go/s) de type 2260/2280**

45



46

RAID

Connecteur

Caracté-
ristiques
duBIOS

** Prend en charge Intel* Optane™ Technology (M2_2 uniquement)
** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

« Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

« 1 x embase pour port COM
« 1 x embase SPI TPM
+ 1xprise LED d’alimentation et emplacement sur chéssis
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-
teur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
+ 2 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~2/WP peuvent détecter automati-
quement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches
+ 1 x connecteur d'alimentation 12V 8 broches
+ 1 x connecteur audio panneau frontal
+ 2xembases USB 2.0 (3 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
« 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

« BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
lingue

« Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

« Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH
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Sur- « Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
veillancedu eau, chassis /pompe a eau
matériel - Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du venti-

lateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

- Détection CHASSIS OUVERT

« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, +1,05V PCH,
DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

Systéme + Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits
d’exploitation

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
A modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre
affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphé-
riques du systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun
cas étre tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capu-

chon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W B

il (ST

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOSI1)
(voir p.1, No. 12)

[f e

Cavalier (jumper) a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOSI pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systeme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une

fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mére

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

GtilH

ces embases ou connecteurs end a irréj votre carte mere.

Embase du panneau sys- Branchez le bouton de mise
téme en marche, le bouton de
(PANNEAUT a 9 broches)

(voir p.1, No. 11)

réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant

la configuration des broches

HDLED+

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonc-
tionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou
hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton
de réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise LED d’alimentation

Veuillez brancher I'emplacement

) SPEAKER )
et emplacement sur chéssis DUMMY sur le chassis et le haut-parleur du
(SPK_CI1 a 7 broches) EstM’TY | chéssis sur ce connecteur.

(voir p.1, No. 13) :
4
|
SIGNAL
GND
DUMMY
Connecteurs Serial ATA3 Ces quatre connecteurs SATA3
Vertical: sont compatibles avec les cables de
(SATA3_0: - == o données SATA pour les appareils
I I
voir p.1, No. 8) 2 [ -| 2 de stockage internes avec un taux
E =
(SATA3_1: brd L] | X de transfert maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 7) * Si M2_2 est occupé par un
Angle droit: ~ périphérique M.2 type SATA,
. I
(SATA3_2: 2 2 SATA3_3 est désactivé.
voir p.1, No. 9) (Supérieur) '(</T:) '3_:)

(SATA3_3:
voir p.1, No. 9)(Inférieur)

Embases USB 2.0
(USB3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 16)

(USB5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 15)

1

GND
P+0
P-0

Cette carte mere comprend deux
embases USB 2.0.

USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl e Cette carte mére comprend un
(F_USB3_1_2a19 Vous mAPBSSREC - connecteur. Cette embase USB
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
broches) it maeaser. -2 Genl peut prendre en charge
. IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(voir p.1, No. 6) o e o deux ports.
GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+

Dummy



Embase audio du panneau OND ces Cette embase sert au branchement
frontal M‘CJ(E)TULRH des appareils audio au panneau
(HD_AUDIO1 a9 audio frontal.
broches) 1QJQIQ10l0
. | Tour2.L

(voir p.1, No. 18) J_SENSE

ouT2_ R

MIC2_R
MIC2_L

i,

N

Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventila-
teur de chassis/pompe a
eau

(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 14)
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FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Cette carte meére est dotée de deux
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANI a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

B660M-HDV
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Connecteur pour ventila-
FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

aeau GND
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 19)

teur de processeur /pompe

BN WS

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de re-
froidisseur d'eau pour processeur
a 3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation

|| 24
ATX T
=+
(ATXPWRI a 24 broches) JI_
(voir p.1, No. 5) _=_

1

=

1|1] 13

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V 8 5

Cette carte mére est dotée d’'un

connecteur d’alimentation ATX

—
(ATX12V1 a 8 broches) URRY 12 V a 8 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 1) ) NS ) alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable d'alimen-
tation connecté est pour l'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce
connecteur.
Embase SPI TPM sPI_Da3 Ce connecteur prend en charge
(SPL_TPM_J12a13 S L sy un module SPI TPM (Trusted
Cl
broches) LKSP';{'Q?:‘ Platform Module - Module de
(voir p.1, No. 10) | TPm_PiRQ plateforme sécurisée), qui permet
O[O]O]O[O]O]O B} .
[oloolllo de sauvegarder clés, certificats
| sLUPM,cs# numériques, mots de passe et
RS;FFSDT# données en toute sécurité. Le
SPI_MISO . ,
SPI_CS0 systeme TPM permet également
SPI_DQ2

de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.
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Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.

a2
©
U
c
©
S

L.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B660M-HDYV, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre

eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pits
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://
www.asrock.com.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre B660M-HDV ASRock (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida rapida di installazione B660M-HDV ASRock

+ CD di supporto ASRock B660M-HDV

2 xcavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio die-
spansione

Grafica

« Fattore di forma Micro ATX
+ Design condensatore solido

« Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
+ Digi Power design

-+ Potenza a 6 fasi

« Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® B660

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

+ 2xalloggi DIMM DDR4

«+ Supporta DDR4 non ECC, memoria senza buffer fino a 5066+ (OC)*
* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita

non ECC)
« Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

+ 1alloggi PCle Gen4x16*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
« 2 alloggi PCle Gen3x1
+ 1x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/
BT PCle

* La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.
« Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)
« Tre opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.4
« Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz
« Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 12 0Hz

B660M-HDV
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

RAID

«+ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60
Hz

«+ Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

« Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897/887)

« Supporta protezione da sovratensione

+ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

+ Giga PHY Intel® 1219V

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
« Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Supporto UFEI PXE

+ 2 punti di montaggio antenna

« 1 x porta mouse/tastiera PS/2

+ 1xporta D-Sub

» 1xporta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

« 3 xporte USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

« 1 xporta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

« 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

« 4x Connettori SATA3 6,0 Gb/s*

* Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_3

sara disabilitato.

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita di tipo
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**

« 1xsocket Ultra M.2 (M2_2, key M), supporta le modalita di tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel®* Optane™ (solo M2_2)

** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
** Supporta di SSD NVMe come disco d’avvio

** Supporta kit ASRock U.2

+ Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA
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Connettore + 1x connettore porta COM
+ 1x connettore SPI TPM
+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massi-
madilA (12W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi
di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 2 X connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~2/WP sono in grado di rilevare se &
in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin
1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
1 x connettore audio pannello frontale
+ 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 3 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1xconnettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

BlOSCaratte- - AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
ristiche - Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
+ Supporto di SMBIOS 2.7
« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05 V PROC,
+ 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione +1,05 V PCH

Hardware « Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
Monitor pompa dell'acqua
« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla tem-
peratura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua
« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
+ Rilevamento CASE OPEN
« Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05 VPROC, + 0,82 VPCH, +12 V,+ 5V, + 3,3V
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SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

Certificazioni - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

la regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied

Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo in-
fluenzare la stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi
del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per

t Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa

possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W B

ol (T

Jumper per azzerare la
CMOS

(CLRMOS1)

(vedere pag. 1, n. 12)

[

Jumper a 2 pin

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore
sistema dell'alimentazione, l'interruttore
(PANELI a 9 pin) di reset e I'indicatore dello stato
(vedere pag. 1, n. 11) 1 del sistema sullo chassis su questo
header secondo la seguente
Nt ED- assegnazione dei pin. Annotare

i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibi-
le configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimenta-

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):

zione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interrut-
tore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un
normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.



Collegamento altoparlante
e intrusione telaio
(SPK_CI1 a 7 pin)

(vedere pag. 1, n. 13)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
V|

1

olo
Q

|
SIGNAL

GND
DUM

MY

Collegare I'intrusione telaio e
altoparlante a questo collega-

mento.

Connettori Serial ATA3
Verticale:

(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 8)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 7)

Angolo destroy:

SATA3_1
—1

[—I

SATA3_0

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA per di-
spositivi di archiviazione interna,
con una velocita di trasferimento
dati fino a 6,0 Gb/s.

*Se M2_2 ¢ occupato da un

~ O dispositivo M.2 di tipo SATA,
(SATA3_2: 2 [ [ 2 SATA3_3 sara disabilitato.
= =
vedere pag.1, n. 9) (Supe- 5) L] L] %
riore)
(SATA3_3:
vedere pag.1, n. 9) (Infe-
riore)
Header USB 2.0 Ci sono due connettori USB 2.0
USB_PWR
5.

(USB3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

(USB5 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

1

GND
P+0

P-0
USB_PWR

su questa scheda madre.

Header USB 3.2 Genl
(F_USB3_1_2a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Vbus
IntA_PA_SSRX
IntA_PA_SSRX
GND
IntA_PA_SSTX
IntA_PA_SSTX:
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

%

Vbus
IntA_PB_SSRX-

IntA_PB_SSRX+

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Su questa scheda madre ¢ un
connettore. Questa basetta USB
3.2 Genl puo supportare due

porte.

B660M-HDV
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Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

GND
PRESENCE #
MIC_RET
‘ ‘oumn

ol o
QIQ10

[olo]o]o

[ Tour2 1
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
Mmic2_L

Questo header serve a collegare i
dispositivi audio al pannello audio

anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non ¢ necessa-
rio collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 4)

(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola telaio

con raffreddamento ad acqua a 4
pin. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

62

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Questa scheda madre ¢ dotata di

un connettore per la ventola della
CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
Se si decide di collegare una ven-

tola della CPU a 3 pin, collegarla

al pin 1-3.
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Connettore ventola CPU /
FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)

BN WS

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento ad

GND
(vedere pag. 1, n. 19) acqua a 4 pin. Se si decide di colle-
gare una ventola della CPU con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore di 2l 2 Questa scheda madre ¢ dotata
alimentazione ATX -+ di un connettore di alimentazio-
(ATXPWRI a 24 pin) T ne ATX a 24 pin. Per utilizzare
(vedere pag. 1, n. 5) i un'alimentazione ATX a 20 pin,
-i- collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.
1]
Connettore di Questa scheda madre & dotata di
alimentazione ATX da 8 s un connettore di alimentazione
12V ULod ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare
(ATX12V1 a 8 pin) b LU ) un'alimentazione ATX a 4 pin,
(vedere pag. 1,n. 1) collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.
Connettore SPI TPM Pl DQ3 Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Sip'—;uvﬁ’“fny sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 10) SPI_MOSI Module (TPM), che puo
R|STT;:M,PIR0 archiviare in modo sicuro chiavi,
, 8 S 8 88 O certificati digitali, password e dati.
| SLI_TPM_CS# Un sistema TPM permette anche
e di potenziare la sicurezza della
Sp._SCPS'BMlso rete, di proteggere identita digitali
SPI_DQ2

e di garantire l'integrita della

piattaforma.
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Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1,n. 17)

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B660M-HDYV, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actuali-

Q zados, el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin
previo aviso. Si esta documentacién sufre alguna modificacion, la version actualizada
estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion
especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA,
asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

» Placa base ASRock B660M-HDV (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacion rdpida de ASRock B660M-HDV

+ CD de soporte de ASRock B660M-HDV

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma - Factor de forma Micro ATX
« Disefio de condensador sélido

CPU « Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)
« Digi Power design
« Diseno de 6 fases de alimentacion
+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®
+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Conjuntode - Intel® B660
chips

Memoria « Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 2xranuras DIMM DDR4

« Admite memoria DDR4 no ECC, sin bufer de hasta 5066+(OC)*
* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

« Admite médulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en

modo no ECC)
+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 64GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

ExpansionRa- - 1 ranura PCle Gen4x16*
nura * Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arranque
« 2 ranuras PCle Gen3x1
« 1xZobcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 Wi-Fi/BT
PCle Wi-Fi

Graficos * Intel* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
« Arquitectura de gréficos Intel® X* (Generacién 12)
« Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4
» Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz
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+ Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucién maxima
hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz

+ Admite D-Sub con una resolucion méxima de 1920x1200 a 60 Hz

+ Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Audio « 7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC897/887)

+ Admite proteccion contra sobretensiones

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Admite la funcién Reactivacion de LAN
+ Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite UEFI PXE

E/S en panel -+ 2 x Puntos de instalacion para la antena
posterior + 1x puerto de ratén/teclado PS/2
+ 1xPuerto D-Sub
« 1xpuerto HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 3 x Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)
+ 1 x Puerto USB 3.2 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)
+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)
+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)
+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Almacena- « 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s*
miento * §i M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_3 se
deshabilitara.

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo de
tipo 2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**

+ 1x Zocalo Ultra M.2 (M2_2, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**
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RAID

Conector

BlOSCaracte-
ristica

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel® (Solo M2_2)

** Admite el Dispositivo de Administracién de Volumen (VMD, segun
sus siglas en ingles) de Intel”

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de

almacenamiento SATA

1 x Base de conexiones de puerto COM
« 1 x Conector SPI TPM
+ 1x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/
CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disipa-
dor por agua con una potencia de ventilador méxima de 2 A (24 W).
+ 2x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disi-
pador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~2/WP se pueden detectar automati-
camente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion ATX de 24 contactos
« 1x Conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
+ 1x Conector de audio en el panel frontal
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 3 puertos USB 2.0) (Ad-
mite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1x Bases de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingtie

« Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nucleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH , +1,05V PCH
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Monitor del- + Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis,
hardware bomba de agua/CPU, CPU
« Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
« Deteccion de CARCASA ABIERTA
« Supervision del voltaje: CPU Vcore, +1,05V PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

Certificacio- - FCCyCE
nes «+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, in-
A cluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles darios causados por el overcloc-

king.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca

en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W B

il (ST

Puente de borrado de
CMOS

(CLRMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 12)

[f e

Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de

borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podra detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectoresy cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
A estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- PLED+ Conecte el interruptor de

ma alimentacion, restablezca el
(PANELLI de 9 contactos) interruptor y el indicador del
(consulte la pag. 1, n° 11) 1 estado del sistema del chasis a los

valores de este cabezal, segtin los

HolEDs valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.
Cercidrese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
t la forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED
parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador
LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado
(S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo
datos.

El diseiio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de pa-
nel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz,
etc. Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de
que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Cabezal de intrusion de

Conecte la intrusion de chasis y el

SPEAKER
chasis y de altavoces DUMMY altavoz del chasis a este cabezal.
(SPK_CI1 de 7 contactos) EstM’TY |
(consulte la pag. 1, n° 13) .

4
|
SIGNAL
GND
DUMMY
Conectores Serie ATA3 Estos cuatro conectores SATA3
Vertical: son compatibles con cables de
(SATA3_0: - == o datos SATA para dispositivos de
I I
consulte la pag. 1, n° 8) 2 [ -| 2 almacenamiento interno con una
E =
(SATA3_1: % L] | % velocidad de transferencia de
consulte la pag. 1, n° 7) datos de hasta 6,0 Gb/s.
Angulo recto: P * Si M2_2 se ocupa con un
. I I
(SATA3_2: @ [ L @ dispositivo M.2 de tipo SATA,
4 0 > [
consulte la pag. 1, n°9) o Ll 1 S SATA3_3 se deshabilitara.
(Superior)
(SATA3_3:
consulte la pag. 1, n° 9)
(Inferior)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones USB
o

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

2.0 en esta placa base.

(USB5 de 4 contactos) 1
. GND
(consulte la pag. 1, n° 15) P+0
P-0
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl Vhus Esta placa base tiene otra base
Vbus IntA_PB_SSRX- .
(F_USB3_1_2de 19 IntA_PA_SSRX- marsssre  de conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX+ GND . .
contactos) onD mapsssx.  conexiones USB 3.2 Genl admite
, IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pag. 1, n° 6) Int_PA_SSTx+ oo dos puertos.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy



Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)

ND Este cabezal se utiliza para
oot rer conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.
[olelololo
[ Tourz 1
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal
siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/cha-
sis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Esta placa base proporciona dos
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeraciéon por agua
de 4 contactos. Si tiene pensan-
do conectar un ventilador de
disipador por agua del chasis de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4 contac-
tos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

B660M-HDV
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Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

BNW S

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de 4

GND
contactos) contactos. Si tiene pensando co-
(consulte la pag. 1, n° 19) nectar un ventilador de disipador

por agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector de alimentacion 2l 2 Esta placa base contiene un conec-
ATX -+ tor de alimentacion ATX de 24
(ATXPWRI de 24 T contactos. Para utilizar una toma
contactos) i de alimentacién ATX de 20 con-
(consulte la pag. 1, n° 5) -i- tactos, conéctela en los contactos
1|3 del 1al 13.
Conector de alimentacion Esta placa base contiene un
ATX de12V sdﬁb ; conector de alimentacién 1.§TX de
(ATX12V1 de 8 contactos) 0000 12 V'y 8 contactos. Para utilizar
(consulte la pag. 1,n° 1) 4 ! una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegiirese de que
el cable de alimentacién conecta-
do corresponda a este CPU y no
ala tarjeta gréfica. No conecte
el cable de alimentacion PCle a
este conector.
Conector SPI TPM sPI_Da3 Este conector es compatible con el
(SPI_TPM_J1 de 13 SPL;LYV/ZFE\}{ sistema SPI Mddulo de Plataforma
contactos) Spios! Segura (TPM, en inglés), que
(consulte la pag. 1, n° 10) S OC’) Cl)TgUIRQ puede almacenar de forma segura
1[ololo[oo]o claves, certificados digitales,

| sp_TPv_cs#  contrasefas y datos. Un sistema

SPE;:\/ZFE:N# TPM también ayuda a aumentar
d? la seguridad en la red, protege las

identidades digitales y garantiza la

integridad de la plataforma.
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RRXD1

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17) |
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1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a mpuo6GpeTeHne HajieXXHOI MaTepuHCKoii waTel ASRock B660M-HDYV,
BBIITYCKAeMOJ1 TIOJ] TIOCTOSHHBIM CTPOTMM KOHTposieM Komnanuu ASRock. Ota MaTepuHckas
1aTa 06ecrieurBaeT BeMMKOEIHYIO IPOM3BOSUTEILHOCTD 1 OT/INYAETCA HaJIeKHOI
KOHCTPYKI[Jeil B COOTBETCTBIY C TpeOoBaHMAMY KomnaHuu ASRock B oTHOIIEHI

KagecTBa U TONTOBEYHOCTI.

Ilo HPM%MHE 06HO8/IeHUS xapaxmepucmmc cucmemHoll naamuol U nPOZPaMMHOZO
Q obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHmauuu mosiem Gvimy u3meHeHo

6e3 npedsapumenvrozo ysedomneHus. IIpu usmeHeHUU COOEPHUMO20 HACOAULE20
dokymeHma ezo 06HoB7IeHHAS Bepcust Gydem docmynia Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumensozo ysedomnerus. IIpu Heo6X00uMocmu mexHu4eckoii nodoepicKi,
CBA3AHHOLL C MAMEPUHCKOLL NAAMOtl, nocemume 8e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHGOp-
MAuUI0 0 MOOENU UCNONb3yeMOli 6amu MamepuHckoti nnamot. Ha se6-caiime ASRock
MaKie MoKCHO HALIMU CaMmblil NOCIeOHULL nepeyerb nodoepicusaemvix VGA-kapm u
IJII. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ MatepuHckas nnara ASRock B660M-HDV (dbopm-daxrop Micro ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoBke ASRock B660M-HDV

« Juck ¢ T1O gis ASRock B660M-HDV

+ 2 kabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTarorcs OT/A€IbHO)
+ 3 BUHTa 1A ¢10TOB M.2 (Ipno6peTaroTcs OT/AeIbHO)

+ 1 9KpaH IaHe/MN ¢ IOPTaMy BBOJja-BBIBOZIA
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTuku

Mnatdopma « ®opm-dakrop Micro ATX
« (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHDIX KOHAEHCATOPOB

un . Tloppepxxa mporeccopos 12-ro mokonenus Intel® Core™
(LGA 1700)
« Digi Power design
- Cucrema nuranus 6
+ Iloppepxka texnonoruu Intel® Hybrid
« TMoggepxusaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

Yuncer « Intel® B660

Namatb + JIByxkaHanbHas mamaTtb DDR4
« 2 xrHe3ga DDR4 DIMM
« Iloppepxka Hebydepnszosannoit mamatu DDR4 we-ECC no
5066+(0C)*
* Ioppmepsxka DDR4 3200 1o ymMom4aHmIo.
* JJononHuTenbHaA MH(OpManus npepcrasieHa B Crycke
coBmecTuMoit mamaATy (Memory Support List ) Ha Be6-caiire ASRock.
(http://www.asrock.com/)
+ Ioppepxka mopyneit mamat ECC UDIMM (pa6ora B pexunme,
ormmarom ot ECC)
+ Maxkcumanpusiit 06bem O3Y: 64 I'6
- Tlonpepxuaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

MHespa pac- + 1xPCle Gen4x16 rHe3x*
wnpeHna * Tlopiep>KMBalOTCA B KadeCTBe 3arpy3ouHbIx SSD-auckn tuma NVMe
« 2xPClIe Gen3xl ruesj
+ 1 Coker M.2 (xmou E) mopaepxusaet moayns 2230 WiFi/BT PCle
WiFi

Fpaduueckaa * Berpoennsiit Buneoanantep Intel® UHD Graphics n Berxopsr VGA
MoACUCTEeMA  IOAJIEP)KMBAIOTCA TOIBKO IIpH MCIonb30Banmu LT co BCTpoeHHBIMU
rpadiyecKuMy IPoLecCopaMiL.
» Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X° (12 noxonenue)
« Tpu Bupeossixopa: D-Sub, HDMI u DisplayPort 1.4
« TMoppepxxa HDMI 2.1 TMDS coBMecTIM ¢ MaKCYMaIbHbIM
pasperernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Ity

77



3BYK .
LAN .
Toinosble .

nopTbi BBOAa- -°
BbiBOAa O

3anomMmuHatlo-

IMoppepyxxa DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxarom dopmare), ¢ Maxc.
paspeennem o 8K (7680x4320), 60 It/ 5K (5120x3200), 120 Ity
IToppepsxuBaercss D-Sub ¢ MakcuMa/bHBIM paspelieHueM 10
1920x1200 mipm 60 Iy

Toppep>xxa HDCP 2.3 ¢ pagpemamu, copMectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

7.1-KaHa/IbHbII 3BYK BBICOKOIT YeTKoCTH (ayamokopek Realtek
ALC897/887)

3auyTa OT NepenasioB HalpsDKEeHM B 9/1eKTPUYECKOI CeTI

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ur/c

Giga PHY Intel® 1219V

IMoppepxnBaercst mpobysxpenue 1o JIBC

MornHnesanyra 1 3alUTa OT 3MeKTPOCTATYECKIX Pa3psAIOB
Ioppepxxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Hoppepxupaerca UEFI PXE

TouKy KperieHns aHTeHHBI, 2 IIT.

1 x mopt PS/2 mysa MpIm/KmaBuatypbl

1 mopt D-Sub

1 x mopr HDMI

1 mopr DisplayPort 1.4

3 ITopt USB 3.2 Genl tum A (¢ 3a1uToi OT 97IEKTPOCTATHIECKIX
paspsigoB)

1 x ITopt USB 3.2 Genl tnm C (¢ 3ammuToI OT 97€KTPOCTATUYECKIX
paspsigoB)

2 x mopta USB 2.0 (¢ 3aupmrost OT 97IeKTPOCTATIIECKX Pa3psIfiOB)
1 x mopt JIBC RJ-45 ¢ napukaropamn (AxTuBHOCTH/CoeinHEeHEe
n CKOpoCTh)

Pasbembr HD Audio: munesinbii Bxoy; / dponranbubie AC /

MMKPOGOH

Paswvem SATA3 6,0 T'6ut/c X 4 mt.*

wwue ycrpoir- ¥ Ecmm cmor M2_2 sanAr ycrpoiictBoM M.2 tuna SATA, nntepdeiic

cTBa SATA3_3 6yneT OTK/IIOUEH.

THesmo Hyper M.2 (M2_1, k04 M) ¢ IOAI€P>KKOIT PEXXIMOB
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 ['6ut/c) x 1 mr.**

THespo Ultra M.2 (M2_2, Key M), noppepyxka pesxumos 2260/2280
SATA3 6,0 T'6ut/c u PCle Gen3x4 (32 T'6ut/c) x 1 mr.**

** Tlopneprkka texHomorun Intel® OptaneTM (Tonmpko M2_2)
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** Tlogmeprkka rexuonoruy Intel® Volume Management Device (VMD)
** [opiep>KMBAOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-amcKy tnma
NVMe

** TlogmeprkuBaercst komriekT ASRock U.2

RAID - Ilompepxxusaercsa RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 g 3amno-

MMHAOMUX ycTpoiicTs SATA

Pazbembli 1 konmoaxa COM-mopta

« 1 x komogka SPI TPM

o 1 KOJ/IoiKa ¢ Pa3’beMaMI/I JaTymKa BCKprTI/[FI Kopnyca U IMNHAMMKa

+ 1 x paspeM s BeHTHIATOpA oxnakaerns LI (4-KOHTaKTHBIIT)

* PagpeM IPOL[eCCOPHOTO BEHTU/ISITOPA TIOAAEP)KMBAET BEHTU/ILITOP C
norpebnsieMbiM TOKOM He 6ortee 1 A (12 Br).

e Ix pas'beM A BeHTI/I[If[TOpa N BO]IHHOI‘/)[ TIOMIIbI BOIAHOI'O
oxnmaxaenus LIT (4-KoHTaKTHBIN) (CMapT-peryniaTop CKOPOCTIH
BEHTI/IITOPA)

* PazbeM 151 IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MM BOJAHO
TIOMITBI TIOfIfiePXKMBAET BEHTHU/IATOP C IIOTPeOIAEMBIM TOKOM He 6oriee
2 A (24 Br).

+ 2 X pasbeMbl [ KOPITYyCHOTO BEHTU/IATOPA WU BOJAHON TOMIIBI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-PEryIATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

* PasbeM 11 KOpITyca KOPITYCHOTO BEHTV/IATOPA MM BOJAHON TOMIIBI
MOI/IEPKUBAET BEHTU/IATOP C MOTPebIIeMbIM TOKOM He 6oree 2 A

(24 Br).

* IIna pasvemos CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~2/WP aBromaruye-
CKI OHpeﬂeHHeTCH THII IIOJAK/IIOYEHHOT O BeHTI/ITI?{TOpa: 3- unu 4-KOH-
TaKTHBII.

« 1 paspem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHBIN

« 1 pazpem nutanus 12 B, 8-KOHTaKTHbI

« 1 aynmopasbeM Jyid IepefiHeil TaHenm

« 2 xonopku USB 2.0 (3 mopra USB 2.0) (c 3ammToit OT 97eKTpOCTa-
TUYECKUX PaspsA/ioB)

» 1 xonoxka USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit oT

97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsATOB)

NapameTpbi « AMI UEFI Legal BIOS ¢ noajiep>xxoit MHOTOA3bI4HOTO rpaduye-
BIOS ckoro uHTepderica
« Tloppepxka dyHkmit npo6ysxaenus 1o crangapry ACPI 6.0
« Ilopmepxxka SMBIOS 2.7
« Perynuposka manpsoxennit agpa/kam II1, CPU GT, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +1,05 B PCH
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KoHTponbo-
6opypoBaHusa

OnepayunoH-
Hble CUCTeMbl

Ceptuduka-
uusa

Taxometp: Berruarop LIIT; BenTwaATop mmu noMma BOfTHOTO
oxnaxpaennus LTT; BenTnnaTop may nomma BOJAHOTO OX/TaXKI€HUA
KopIryca

Becirymuas pa6oTa (C aBTOMAaTH4eCKOIT PEry/IMpOBKOIl CKOPOCTH
BpalLeHNsI B 3aBUCUMOCTH OT Temitepatypst LII1): Bertumsitop LIT;
BenTunAaTop way nomima sogAaHoro oxnaxaenns LIT; Beatunarop
VTV TIOMITA BOJITHOTO OX/IaXKJ€HMSA KOpITyca

PerynunpoBka ckopoctu Bpamenus: Benrunarop LIT; Bentunarop
WV IoMIia BofsHoro oxnaxpaernus LTT; Bentunarop nmm momma
BOJIAHOTO OX/TaXK/I€HNA KOPITyca

JlaTuyK BCKPBITHA KOPITyca

KonTponb nanpsxennit: CPU Vcore, +1,05 B PCH, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +12 B, +5 B, +3,3 B

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsgnas) / 11 (64-paspsigHast)
IHCC, T8

CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomyum 610K IMTaHWs, COOTBET-

crBytoumit cranapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoli uHgopmaueil 06 us0enuLU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA BeO-caiime:

http://www.asrock.com

C/tebyem yuumoleamo, 4mo paszm-i npoueccopa, BKII04AA USMEHeHUe Hucmpoex
BIOS, npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsosanue uncmpymen-

mos PaSZDHa He3asUCUMbLX npou3sobumeﬂeﬂ, COnPﬂ?MEH c onpebeﬂeHHth pMCKOM.

Paszeon npoveccopa moxem CHU3UMs CMAabUILHOCMY CUCMeMbL UMY 0aice npusecmu K

nospe.w:beﬂuro €e KOMNOHEeHMo8 uycmpoﬂcms. Paszeon f’lpDM,ECCGPﬂ ocyuiecmensemcs

nonv3osamenem Ha coOcmeeHHbiil puck u 3a cobcmeennwiil cuem. Mol He Hecem om-

B8eMCMBEHHOCMb 30 B03MONCHDLLL ymep(i BthBaHHblﬂpufiZOHOM npou,eccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PEMDBIYKI-KO/IIaYKa Ha
KOHTAKTbI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmm TI€pEMbIYKA-KOJIIIA490K Ha KOHTAKTDI HE YCTaHOB-

JIeHa, IIepeMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

N S

ELEEL] (HTE
ITepembruka cOpoca lﬂ?
e
Hactpoek CMOS
(CLRMOS1) 2-KOHTAKTHasI [IepeMbluKa

(em. cTp. 1, Ne 12)

CLRMOSI ncnonbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6sr cOpocuts 1 06HYINTD
TIapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVKI TI0 YMOTIaHNIO, BLIKTIOUNTE KOMIBIOTED 1 U3B/IEKNUTeE
OTK/TIOYNTE Kabe/Tb MUTAHMA OT UCTOYHMKA MUTAHMA. BeoKaMTe 15 CeKyH/T M HAKMTHOI
MepeMbIYKOIT 3aMKHNITEe KOHTAKThI pasbeMa CLRMOS1 Ha 5 cexynn. He cOpacsiaiire
nacrpoiiku CMOS cpasy nocne obuosnerns BIOS. ITpu HeobxopnmocTu c6pocutsb
nacrpoiiku CMOS cpasy nocne obuonerns BIOS cHauaa mepesarpysure cictemy, a
3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep Hepey copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 I1aporb,
7ara, BpeMs ¥ podu/Ib I0Ib30BATE/A IO YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCA TOMBKO B TOM
crny4ae, ecu u3Byiedb 6atapero CMOS. IToce copoca Hactpoek CMOS He 3abyzbre CHATD

HAKMJTHYIO TIePEMBIYKY.

Cépoc nacmpoex CMOS mosxem npusecmu k onpedesenuro 6cKkpoimuio kopnyca. Ymo-
6vl 00HY UMb 3aNUCH NPedbIOYULe20 OnpedeseHis 6CKPLIMUSL KOPNYcad, UCNONb3yiime
napamemp Clear Status (O6uynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku n pasbembl, PacrofioKeHHbIe Ha CUCTEMHOM
nnarte

Pacnonoxentvle Ha cucmemnoii nname konooku u paseemv. HE sens10mcs nepemoruramu.
A HE ycmanasnusatime Ha smu KOI0OKU U pA3veMbl NepemMbluKu-KOINAKU. YCmaHosKa

nepemvl4eK-KonnaiKkos Ha Imu KONOOKU U pasvemol Mojcem 6vbl36amv HeycmpaHumoe no-
spzm@euue CUCMEeMHOLL naamol.

Komnopgka cucremHoin PLED+ IMopknrounTe pacrnono>xeHHbie
TIaHe N

(9-xonrakTHas, PANELI)
(em. cTp. 1, Ne 11)

Ha KOpITyce BbIK/TI0YaTeNnhb
TIMTaHNUA, KHOTIKY Mepe3arpysKiu
Y MIH/IUKATOP COCTOSHMSA

CICTEMBI K 9TOI KOTOJKE B

HDLED+ COOTBETCTBII C PacIpese/ieHneM
KOHTAKTOB, [IPUBEJIEHHbIM HIDKE.
ITeper noaxmoYeHnEM Kabeteit
OLIpefie/ITe TIO/IOXKNUTENBHBII I

OTpI/ILLaTeHbeIﬁ KOHTAKThI.

PWRBTN (xHonka numanus):
Iookniouerue KHONKY NUMAHUS, PACHOONEHHOL HA nepedHetl naxenu kopnyca. Moo-
HO Hacmpoumb nop}zbox BUIKNTIOYEHUS CUCMEMDbL C UCNO/Tb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa nepesazpysxu):
ITookmiouenue KHoNKU nepe3azpy3Kii CUCHeMbl, PACHONIONEHHOI HA nepedHeil naHenu
Kopnyca. Haxmume kHonky nepesazpysxu, 4mo06ot nep 1yCMumby Ko. 2p, ecu

OH 3asuc u HOPMﬂﬂbelﬁ 3anycK HeB803MONCEH.

PLED (cq it op cucmemuvl):
Hobkﬂmtteﬂue uﬁbukamopu COCMOAHUA, paCYlOﬂO}M@HHO?O Ha nepebueﬁ naxenu

Kopnyca. CeemoduodHvlil uHOUKamop 2opum, k020a cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema HAxXo0Umcs 6 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema
HAX00UMCS 8 pedcume oxcudanus S4 unu eviknodena (S5), ceemoduod He 2opum.

HDLED (ceemo0uodHbiii uH0uxamop pa6omvi #ecmrozo 0ucka):

Iookniouerue ceenoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HECKO20 OUCKA, PACHOTONEH-
H020 Ha nepedHeil naxenu. CeemoOuoOHbIT UHOUKATNOP 20pUM, K020a HeCMKULL OUCK
BLINONIHSAEM CHUMDLBAHUE UMY 3ANUCH OAHHDIX.

Ilepednss naneny mosiem Ovimp pasHoii HA PA3HBLX KOPRycax. B ocnosHom nepednsa
nauens 6K04AEM 8 Ce05 KHONKY NUMAHUS, KHONKY Nepe3azpy3Ku, C8emoOU0OHbLLl UH-
QUKAMOP NUMAHUSA, CBEMOOUOOHbLIL UHOUKAMOP PABOMbL JecmKko20 OUCKd, OUHAMUK U
m. 0. IIpu nodknoueHuy nepedHei namen K 3moil Kon00Ke NPAsULHO NoOKmOHALme
npo80da K KOHMAKMAM.
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Konopxka ¢ paspemamn SPEAKER IIpenHasHadeHa /ISl IOFKIIOUE-
DUMMY
JlaTYMKa BCKPBITUSA DUMMY HIA JaTYMKA BCKPBITUA KOPITyca
Kopnyca " IMHAMMKa +5lv | n KOpHyCHOFO JOVHaMMKa.
(7-x K i1, SPK. O
-KOHTAKTHbIN, _ 1 o o O
CI1) | |
SIGNAL
(cm. cTp. 1, Ne 13) GND
DUMMY
Pazpemsr Serial ATA3 - B[ Ot yethIpe pazbema SATA3
BepTuKanpHBbIIL: g [ -| 'S_:) IpeiHa3HaYeHbI /IS TOAKTIoqe-
(SATA3_0: b L ! S Hust Kabeneit SATA BHYTpeHHUX
cm. cTp. 1, Ne 8) 3aIIOMMHAOIUX YCTPOVICTB I/
(SATA3_1: ~ o Tepefads JAHHBIX CO CKOPOCTDIO
cm. cTp. 1, Ne 7) ] ] 10 6,0 T6ut/c.
s s

Hpapbnit yron: o L) L] * Ecnu cnot M2_2 3aHAT ycTpoit-
(SATA3_2: crtBoM M.2 Tuma SATA, nnTep-
cm. cTp.1, Ne 9)(Bepxumit) eitc SATA3_3 6yzeT OTKIIIOUEH.
(SATA3_3:
cm. crp.1, Ne 9)(HroxHmit)
Konogxu USB 2.0 USB_PWR Ha cucremHoI1 11ate MMeOTCA
(9-xonTakTHasa, USB3_4) F nse komonku USB 2.0.
(cm. cTp. 1, Ne 16)

1
(4-xonrakTHas, USB5) 4
(cm. cTp. 1, Ne 15) prg D

P-
USBJgWR
Kononxu USB 3.2 Genl Vous Ha matepuHckoit nmare umeeTcs
(19 xoHTaKTOB, F_ .nm,pA,s:;uxs. ::::::::Ei opiHa Konopika. JTa konopka USB
USB3_1_2) ‘"‘A’PA’STNX; i:‘ips,sm, 3.2 Genl nopmepKuBaer fBa
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(em. ctp. 1, Ne 6) Inth_PA_SSTX+ anD nopTa.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Aya1oKONIoKa TepeiHeit

TIaHenn

(9-xonrakroB, HD_

AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

GND 9ra KOJIOJKa IIpe/iHa3Ha4YeHa /1A
‘ 7‘OUT7RET TIOJK/TIOYECHMA ay]:[]/[OyCTpOI/ICTB K
o nepenHest ayuonaHenn.
[ololo]o]o
[ Tour2 1
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. Ayouocucmema 6vic0K020 paspeuterust n000epiusaem PyHKUuIo pacnosHasans

pasvema, HO 0715 e NPABUNLHOLL PAGOMbL HEOOX0OUMO, UMOGbL NPOBOO NAHENU KOPNY-
ca nodoepxcuean nepeda4y cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmanoske cucmembot
CM. 8 IMOM PYKOBOOCIMBE U PYKOBOOCMEE HA KOPNYC.

. IIpu ucnonviosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouoxonooxe nepeoret

nawenu, Kax ykazaxo oanee:

A. Iooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Hooxmouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) k OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3azemnenuss (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmuvt MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs moznvko 075 ayouonaHenu
8vicok020 paspewienus. IIpu ucnonvzosanuu ayouonarenu AC'97 ux nodkmouams He
HYHCHO.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepednuii Muxpodor, nepeiidume Ha exknaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipom-
KoCmb 3anucu).

Pasbembr A1 BEHTUIIATO-

pa MM IIOMIIBI BOJISTHOT'O

OXJTXK/IEHNSI KOpITyca
(4-xonTtakTHbII CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1, Ne 4)

(4-xonTtakTHbII CHA_
FAN2/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

HaHHa}I MaTepMHCKaA Ij1aTa
OCHal€Ha IByM:s 4-KOHTAKT-
HBIMI pa3beMaMU 71 CUCTEMbI
BOJITHOTO OXVIKIEHNA KOpITyca.
3-KOHTaKTHy}0 CUCTEMY BOJISTHOTO
OXTTKIIEHNA KOpITyCa ClIeAyeT

IIOOK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

Pazpem BEHTU/IATOpA

OXJIOKJIeHNA ITpolieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)

(em. cTp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Ira MaTepuHCKast 1aTa CHabxe-
Ha 4-KOHTAKTHBIM Pa3’beMOM /IS
MaJIOUIyMSAIIET0 BEHTUTIATOPA
LITI. Ecu BBl cobupaeTtech mof-
KJTIOUUTD 3-KOHTAKTHBI BEHTU-
JIATOP OXJIAXKJeHNUsA IIpoLeccopa,
TOAK/IIOYAliTe ero K KOHTaKTaM
1-3.



Pasbem p1a BeHTUIATOPA

JlanHas MaTepyHCKas nara

FAN_SPEED_CONTROL 4
VIZIV TIOMIIBI BOISAHOTO CPU_FAN_SPEED 3 OCHallleHa 4-KOHTaKTHBIM pasb-
oxnaxaeHms LI1 FAN)/OLTQ% i €MOM [IJIs1 CUCTEeMbI BOJISIHOTO
(4-xonraktubiit CPU_ oxnaxenns II1. 3-konrakTHy0
FAN2/WP) CUCTEMY BOJAHOTO OX/IaXK/IeHNs
(em. cTp. 1, Ne 19) LT creyeT MOK/MIOYATD K KOH-
TakTam 1-3.
Pazpem nuranua ATX 2l 24 ITa MaTepPUHCKas IJIaTa OCHa-
(24-xoHTaKTa, + 1ieHa 24-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM
ATXPWRI1) I muranusa ATX. YTo6bl UCIIO/b-
(em. cTp. 1, Ne 5) + 30BaTh 20-KOHTAKTHbIN pasbeM
*I_ mutanua ATX, nogkIodnuTe ero
1|0] 13 BJIOJ/Ib KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 13.
Paspem nuranna ATX OTa MaTepuHCKas IJTaTa CHabXKeHa
12B g —— ° 8-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM IIITa-
(8-xonrakToB, ATX12V1) 8%%% Hus ATX 12 B. Yto6s! ncrosnp-
(em. cTp. 1, Ne 1) 4 1 30BaTh 4-KOHTAKTHBIII Pa3beM
mutanus ATX, mogkiounTe ero
BJIO/Ib KOHTAKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanue! Yoequreco, 4To
TOK/II0YEHHbII Kabenpb mura-
HuA npengHasHaved and I11, a ne
ans Bufeokaptol. He mogkiro-
vaiite kabenp mutannsa PCle x
3TOMY pasbeMmy.
konopka SPT TPM 10T paswpeM obecreunBaeT
(13-xonTtakTHast, SPI_ SPIS_;T:WR nopaepxKy cucremsr SPI Trusted
TPM_J1) DUEKSPI_MOSI Platform Module (TPM), xotopas
(cm. cTp. 1, Ne 10) TTT:M oG crocobHa 06ecrednTh HaeKHOE
SOOI XpaHeHue KIodelt, InppoBbIx
QIQIQ O(|3 ? cepTIKaTOB, APOTIeNt 1
GNEPI’TPM’CS# mauHbix. Cucrema TPM takke
RSMRST# .
SPLSCPSLOMISO TIOBBIIIAET YPOBEHD CETEBO
SPI_DQ2

6€30I1acCHOCT, 3alUIIAET
1dpoBbIe MAeHTUPUKATOPBI
1 obecreynBaeT 1eJI0CTHOCTh

r1aTopMmbl.

B660M-HDV
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Konogka Konopgxa COMI noppep>xuaeT
TIOCTIeI0BATEIBHOTO OPTa
(9-xonraktHas, COM1)

(cm. cTp. 1, Ne 17)

TIOAKTIOYEHNE MOTYTIA
TIOC/IENOBATENIbHOTO ITOPTa.
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B660M-HDV

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B660M-HDV, uma confiavel placa mae ASRock
produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
Q contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram

modificagdes a esta doc tacdo, a versao atualizada estard disponivel no site da

ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa

principal, visite o nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver
utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes
suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mae ASRock B660M-HDV (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagao Rapida ASRock B660M-HDV

+ CD de Suporte do ASRock B660M-HDV

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1x Painel de E/S
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slotde expan-
sao

Graficos

« Micro ATX Form Factor

+ Design de condensador solido

« Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
« Digi Power design

+ Design com 6 fases de alimentagdo

+ Suporta Tecnologia Hibrida Intel”

« Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® B660

+ Tecnologia de memoéria DDR4 de dois canais

+ 2x Slots DIMM DDR4

+ Suporta DDR4 nao-ECC, memoria sem buffer até 5066+(OC)*

* Suporta DDR4 3200 nativamente.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

+ Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo nao-

ECC)
+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”

« 1 x Slot PCle Gen4x16*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializa¢ao
« 2x Slots PCle Gen3x1
« 1 soquete M.2 (Chave E), suporta médulo WiFi tipo 2230/WiFi BT
PCle

* Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.
- Arquitetura Grafica Intel® X (Gen 12)
« Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.4
+ Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolugao max. até 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz
+ Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz
+ Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
« Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnoéci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4
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Audio + Audio 7.1 CH HD com protegdo de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897/887)

+ Suporta Prote¢do de Sobretensdo

LAN » LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
« Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte & Protecio de Relampago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta UEFI PXE

E/S do painel - 2 Pontos de Montagem da Antena
posterior + 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
+ 1xPorta D-Sub
» 1 xPorta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 3 xPortas USB 3.2 Gen1 Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)
+ 1xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protegao ESD)
+ 2xPortas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)
+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE

VELOCIDADE)
« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
Armazena- « 4x Conectores SATA3 6,0 Gb/s*
mento * Se M2_2 estiver ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,

SATA3_3 serd desativado.
+ 1x Hiper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo Gen4x4
tipo 2260/2280 PCle(64 Gb/s)**
+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_2, Chave M), suporta modos tipo
2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**
** Suporta a tecnologia Intel* Optane™ (M2_2 apenas)
** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

RAID + Suporta RAID 0, RAID I, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenagem SATA
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Conector

BIOSRecurso

HardwareMo-
nitor

« 1x Suporte porta COM
« 1 x Suporte SPI TPM
+ 1xIntrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagdo méaxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 2 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~2/WP podem autodetectar se o
ventilador de 3-pin ou 4-pin estd em uso.
+ 1x Conector alimentagdo ATX 24-pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 3 portas USB 2.0) (Suporta Prote-
¢ao ESD)
1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegdo ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

« ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

« Suporte SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC,
+0,82V PCH, +1,05V PCH de Tensdo de Multi-ajuste

+ Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/Ven-
toinhas da bomba de dgua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chas-
si pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

« Deteccao de ABERTURA da CAIXA

+ Monitoramento da tensdao: CPU Vcore, +1,05V PCH, DRAM, VC-
CIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V
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« Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certificacoes - FCC,CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definigoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade
do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele
deve ser realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é

colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W B

ol (ST

Apagar o Jumper CMOS
(CLRMOSI)
(ver p.1,N.212)

[f e

Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS logo
ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de

retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de siste- PLED+ Ligue o botao de alimentagao,
ma o botéo de reinicializa¢ao e o
(PAINELI1 de 9 pinos) indicador do estado do sistema
(ver p.1,N.211) 1 no chassi deste suporte, de acordo
com a descri¢ao abaixo. Observe
LS v 0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a

Q PWRBTN (Botdo de alimentagdo):

forma para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspenséo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensdao S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botao de reinicializa-
¢do, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc.
Ao conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que o0s
fios e os pinos correspondem de forma correta.
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Intrusio do Chassi e

Conecte a instrusdo do chassi e

SPEAKER

Cabegote de Autofalante DUMMY autofalante do chassi a este cabe-
(SPK_CI1 de 7 pinos) ES‘IJVM’TY | cote.
(ver p.1, N.2 13)

4

|
SIGNAL |
GND
DUMMY

Conectores série ATA3 Estes quatro conectores SATA3
Vertical: o suportam cabos de dados SATA

-~ =
(SATA3_0: o o para dispositivos de armazena-

'<£ <
ver p.1, N.° 8) < b mento interno com uma taxa de

o =6
(SATA3_1: transferéncia de dados de até 6,0
ver p.1,N.°7) Gb/s.
Angulo reto: SHEFS
Angulo reto: 2' 2' * Se M2_2 estiver ocupado por
(SATA3_2: g 5:) um dispositivo tipo M.2 SATA,
ver p.1, N.0 9) (superior) - SATA3_3 sera desativado.
(SATA3_3:
ver p.1, N.° 9)(inferior)
Plataformas USB 2.0 Ha dois cabegotes USB 2.0 nesta

USB_PWR

5.

(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 16)

(USB5 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 15)

1
GND
P+0
P-0

USB_PWR

placa-mae.

Plataforma USB 3.2 Genl
(F_USB3_1_2 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 6)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
1

IntA_PA_D
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTxX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Ha um cabegote nesta placa-mae.
Este suporte USB 3.2 Genl pode
suportar duas portas.



Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 18)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

| (o] (el (o] [e] [e]
[ Tourz 1
J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
Mic2_L

Este suporte destina-se & conexao
dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definicio suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao preci-
sa ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.2 4)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)
(ver p.1,N.c 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Esta placa mée fornece dois co-
nectores de ventilador do chassis
de refrigeragdo a 4gua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a dgua
de chassis de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.°2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12v
GND

12314

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

B660M-HDV
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Conector da ventoinha de

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um conector

bomba de agua/CPU CPU_FAN_SPEED g de ventilador da CPU de refrige-
(CPU_FAN2/WP de 4 FAN*VOLTGA% i ragdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pinos) pretende conectar um ventilador
(ver p.1,N.2 19) de refrigeragao a agua da CPU de
3 pinos, por favor, conecte-0 ao
Pino 1-3.
Conector de alimentagao 2l 2 Esta placa-mae inclui um conector
ATX -+ de alimentagdo ATX de 24 pinos.
(ATXPWRI de 24 pinos) T Para utilizar uma fonte de alimen-
(ver p.1, N.° 5) i tagao ATX de 20 pinos, introduza-
-i- -ano Pino 1 e Pino 13.
1|3
Conector de alimentagao s 5 Esta placa-mae inclui um conector
de 12V ATX Oﬁ@ de alimentagao de 12V ATX de
(ATX12V1 de 8 pinos) )\ QOO0 } 8 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1,N.o 1) de alimenta¢ao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM SPI_DQ3 Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) S Bommy com SPI Médulo de Plataforma
(ver p.1,N.° 10) CLKSP';’;?j‘ Confidvel (TPM), que pode
[TPMPRA armazenar com seguranga chaves,
; 8 8 8 88 80 certificados digitais, senhas e
| SLUPMJ;S# dados. Um sistema TPM também
REMRSTE ajuda a melhorar a seguranga
SPI_MISO
dercso de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade
da plataforma.
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Suporte da porta serial Este suporte COM1 recebe um
DDTR#1
(COM1 de 9 pinos)

SR modulo da porta serial.

(ver p.1, N.2 17)

DDCD#1

Portugués
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B660M-HDV, niezawodnej plyty glownej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakoéci i wytrzymatosci.

ne, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypad-
ku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna
na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w
celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej
ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona
internetowa ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowa-

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock B660M-HDV (Wspoltczynnik ksztaltu Micro ATX)
+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock B660M-HDV

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock B660M-HDV

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdlczynnik ksztattu Micro ATX
+ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU + Obstuga 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
« Digi Power design
+ Sekcja zasilania 6 Power Phase Design
+ Obstuga technologii Intel® Hybrid
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset - Intel® B660

Pamiec « Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 2x gniazda DDR4 DIMM

+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 non-ECC, do 5066+(OC)*
* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dziatanie w trybie non-

ECC)
+ Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 64GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Gniazdoroz- - 1xgniazda PCle Gen4x16*
szerzenia * Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
+ 2xgniazda PCle Gen3x1
+ 1x M.2 Socket (Key E), obstuga modutu WiFi typ 2230 WiFi/BT
PCle

Grafika * Wbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére maja zintegrowane GPU.

- Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

+ Opgje trzech wyj$¢ graficznych: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.4

+ Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodno$ci z maks. rozdzielczoscia do 4K
x 2K (4096x2160) przy 60Hz

«+ Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyj-
Scia

Przechowy-
wanie

RAID

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnosci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897/887)
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga UEFI PXE

2 x punkty montazu anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

3 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon

4 x zlacza SATA3 6,0 Gb/s*

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA, zosta-

nie wylaczone SATA3_3.

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga trybu 2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)**

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga typu 2260/2280
SATA3 6,0 Gb/s i trybow PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Obsluga technologii Intel® Optane™ (tylko M2_2)
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit

.

Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA
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Zlacze + 1xzlgcze gléwkowe portu COM
«+ 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1x zlgcze gtéwkowe naruszenia obudowy i glo$nika
+ 1x ztacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteligentne
sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator uktadu
chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).
+ 2 x zlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowg wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP moze automatycznie wykry-
wag, jedli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlgcze audio na panelu przednim
2 x zlacza gtowkowe USB 2.0 (Obstuga 3 portéw USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
+ 1xporty gltéwkowe USB 3.2 Genl1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS - Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
+ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

Monitor + Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
sprzetu obudowy/pompy wodne;j
+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
« Monitorowanie napiecia: CPU Vcore, +1,05 PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V
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Systemope- - Microsoft” Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
racyjny

Certyfikaty « FCC, CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoécig
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

z regulacjq ustawient w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywac
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowa¢ uszkodzenie komponentow i urzgdzeti
systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za

f Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W S

ol (ST

Zworka usuwania danych
z pamieci CMOS
(CLRMOS1)

(sprawdz s.1, Nr 12)

[

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietad, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietac, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyre-
guluj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usung¢ zapis poprzedniego stanu
naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztacza gtdwkowe i inne ztacza

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi
i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze gtéwkowe na pane- PLED+ Podlacz do tego ztacza

lu systemu glowkowego przeltacznik
(9-pinowe PANELL) zasilania, przelacznik resetowania
(sprawdz s.1, Nr 11) 1 i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HOLEDS ponizej przydziatem pinow. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podtgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé

Q PWRBIN (Przelgcznik zasilania):

spos6b wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podtgcz do przetgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia $4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diodg LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego ztgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopaso-
wany przydzial przewodéw i przydziat pinéw.



Zycze gtowkowe
naruszenia obudowy i
glosnika

(7-pinowe SPK_CI1)
(sprawdz s.1, Nr 13)

SPEAKER

DUMMY

DUMM
V|

' |

1

olo
Q

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Podlacz to tego zlacza gtowkowe-
go naruszenie obudowy i gloénik

obudowy.

ZYacza Serial ATA3
Pionowy:

(SATA3_0:

sprawdz s.1, Nr 8)
(SATA3_1:

sprawdz s.1, Nr 7)

Kat prosty:

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 9)(Gorny)
(SATA3_3:

sprawdz s.1, Nr 9)(Dolny)

SATA3_1
—

SATA3_2
I—1]

[—I

SATA3_0

I—1

SATA3_3

Te cztery zlacza SATA3 obstu-
guja kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci
z szybko$cig transferu danych do
6,0 Gb/s.

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete
przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_3.

Z¥3cza glowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 16)

(4-pinowe USB5)
(sprawdz s.1, Nr 15)

USB_PWR
P-

4
GND
P+0
P-0

usB

PWR

Na tej plycie glownej znajduja sie
dwa zfgcza gtéwkowe USB 2.0.

Zlycza glowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe F_USB3_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Na tej plycie gtownej znajduje si¢
jedno zfacze gtowkowe. To zlacze
glowkowe USB 3.2 Genl moze

obstugiwac¢ dwa porty.

B660M-HDV
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Zkycze gtéwkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 18)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ 7‘oumn

ol o

Q1010

[ Tour2 1

J_SENSE
ouT2_R

MIC2_R

Mmic2_L

| [®][®]

To ztacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidlowo

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu glowkowym
audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczaé dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zkacza /wentylatora pom-
py wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

Ta plyta gtéwna udostepnia

dwa 4-pinowe ztacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora chlodze-
nia wodnego obudowy, nalezy go
podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Zacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

106

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(Cichy wentylator). Jesli planowa-
ne jest podtaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je podla-
czy¢ do pindw 1-3.



Z¥jcze wentylatora pompy
wodnej /CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 19)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

BN WS

Ta plyta gléwna udostepnia 4-pi-
nowe zlacze obudowy wentylatora
chlodzenia wodnego CPU. Jesli
planowane jest podlaczenie 3-pi-
nowego wentylatora chfodzenia
wodnego CPU, nalezy je podta-
czy¢ do pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

Ta plyta gléwna udostepnia 24-pi-
nowe zlacze zasilania ATX. W
celu uzycia 20-pinowego zasilacza
ATX, nalezy podtaczy¢ je wzdhuz
pinu 1i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gléwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania ATX

12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je

wzdluz pinu 1 i pinu 5.

*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.

ztacze glowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_]J1)
(sprawdz s.1, Nr 10)

SPI_DQ3

SPI_PWR
Dummy

RST#

CLK
SPI_MOSI

|TFIM7PIRQ

To zlacze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwigkszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralnoéci

platformy.

B660M-HDV
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Ztacze gtowkowe portu To zlacze gléwkowe COM1
szeregowego obstuguje modut portu
(9-pinowe COM1) szeregowego.

(sprawdz s.1, Nr 17)
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. NMH EZ XI&

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V

« Wake-On-LAN X &

. BN /ESD B3 K&

. XY 0|HY 802.3az K| &

« UEFI PXE A &
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0
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Vbus
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CleEsER TPM S5t BT LB BRI
| shiremcss 2% R HFE S HFORE T
SPIR;:\Z%;'# BN .

SPI_CSO

SPI_DQ2

HBTIm OBk
(9 ¥ com1)
(ME1T > 17 1)

It COM1 #22k SCRFER AT IR R
e o
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BH¥EE R REHRTR

FARFRER AR TGRS R TEE L B S)/T 11364-2006 THLF
(BRI PRI R EER Y BFE B B TAR R » #E LU 2 & 18 8E
P E BN EEE EYREUTR B £ YN B 28R I I B 5 4L
WG ~ WP R E AR o (K _ESRLE - SR A 2 FRI R AR
FERLE—Z R o B—H 28T R 2 MR E AR - B Ak E Rz
PR AR S 10 4 -

10

FESREYRRATENBEMRESERNA

EEA T R R B BT ETRI SRR & R - 5 LT R
Rt -

TR BEVITEOTH
Y (Pb)| #8 (Cd) | 7K (Hg) | /<% (Cr(VD) | 2% R (PBB) | 2 I ik (PBDE)
FIT LR AR
g | < | © | © © © ©
INEE B
gopsst | X O | © © ° °

O: ZoRZH B A EYIFAEZAEFTE 2 SR & BITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZORLIT -

X: R E R E EVME DGR T i & B 1 S)/T 11363-2006 R
HUEHIFR R EOK - SRZER AT G R HERE + 2002/95/EC HIRLTE ©

&L W EFTR 2R ER - RIEE—RER EALRIT ©
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1 &

[T IR S 25 Bo60M-HDV EHEHT » AERIGERE R s U F - R—=BAE
TR F] SEAE AL © S AL BRI FH AT AT R ER O (2 R ARE - SE 27T & B E R L
&G ©

HIS LG e BIOS #ASFTRE & EEAT » AT LIS EZTE » KT

T8 = MASAFFEFIEL - AT EZEEHIEI TR ERIA - 153 50EA] -
# TR LA AARRI AT AR » G PRI AR 1 A S (o P P2
FFEHRR - Sl Efl}ffﬁ%f/ﬂfﬁffﬂ%ﬁﬂ@ VGA K} CPU SR H - #E5H4H

Vi http://www.asrock.com °

1.1 BEARASE

« FEEL Be6OM-HDV FHHR (Micro ATX R 51)
« HEHE Be6OM-HDV P 2455

. FEH Be6OM-HDV 1B

« 2xSerial ATA (SATA) ERHEHL (S

o 3xUEH GERAR M2#EE) GEA >

o 1xI/O ERINE
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1.2 /%

L « Micro ATX 5T
. [EREERE
CPU o SEEE 12 1€ Intel® Core™ JEFLES (LGA1700)

« Digi Power design

o 6 BRI

o B Intel” IR EEAT

« 1% Intel® Turbo Boost Max Ffiff 3.0

BFia « Intel® B660
EoisRe . H5E5E DDR4 2B RS R

« 2x DDR4 DIMM fif#

« S71% DDR4 JF ECC MERRE AL IERE » F i AlE 5066+(0OC)*
* JF 4 4% DDR4 3200 °

*INFEHE LG o BRI LR IERE SRS o (httpy//
www.asrock.com/)

« SZ4% ECC UDIMM G {EREEAE (14FF ECC &=l THE(F )

o RARHELIERES R : 64GB

« SZ1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

| + 1xPCle Gen4x16 ffifif *
* 3% NVMe SSD 1F Fo G R
+ 2xPCle Gen3x1 il
o 1xM.2 fil# (Key E) » S7##% 2230 £ WiFi/BT PCle WiFi f&#f

BT * (ER%EES GPU MUBR LR A W SZ4% Intel* UHD Graphics Built-in
Visuals 2 VGA #iit] °

o Intel® X B FEEE (5B 121%)

o — {FE [ i S TE © D-Sub ~ HDMI J% DisplayPort 1.4

o BE S0P 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEHT L) HDMI 2.1
TMDS HHZ M

« SZ#% DisplayPort 1.4 * DSC ( JBE#fE ) S AT i 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

o FEZPE 1920x1200 @ 60Hz fENTEEHT D-Sub

« Z{E HDCP 2.3 » E HDMI 2.1 TMDS tHZ A DisplayPort 1.4
HIpEHR
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EE

LAN

#EiR 1/0

EERE

RAID

7.1 CH HD &\ (Realtek ALC897/887 5 2UiHE S )
TR R

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

B ol A

HIRER HEIRE

1% 802.3az EEE Ffifit £ AAER
1% UEFI PXE

2 x RARZHEE,

1 x PS/2 VE B/ B i 7R

1 x D-Sub ;HEHEIR

1 x HDMI HFZ15

1 x DisplayPort 1.4

3x USB 3.2 Genl A FALEFHR (I FHFHEME)
1 x USB 3.2 Genl Type-C i#lFR  (4FEFER#E)
2x USB 2.0 EfEIR (SCIRRFERE)

1 x RJ-45 LAN #2184 LED (ACT/LINK LED J% SPEED
LED)

HD FEFL  #RESHA BB, 2855

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s 358 *
* 35 M2_2 By SATA FEAURG M2 SEF (5 - 5 & 15 H SATA3 3 -
« 1xHyper M2 ffiE (M2_1> KeyM) ° 1% 2260/2280 ! PCle

Gen4x4 (64 Gb/s) FRZ{ **

o 1x Ultra M.2 i85 (M2_2 ~ Key M) » S7#E4H 2260/2280 SATA3

6.0 Gb/s Jz PCle Gen3x4 (32 Gb/s) fHX

4% Intel® Optane™ $71iif (IR M2_2)
o P2 Intel® WIREE B HAEE (VMD)

* S7HE NVMe SSD 1/F Ay A%

> TRFEE U2 Ef

o $H¥F SATA FETFEEE S74% RAID 0 ~ RAID 1 ~ RAID 5 Jz RAID

10



BIOS IhgE

{FERHH

« 1x COM ;ERZRHEST

« 1xSPITPM BESt

o 1x WP BRIV \BEST

« 1x CPU JEF##5H (4-pin)
* CPU R #EEES i = 1A (12W) ERIHZRH) CPU E e

o 1xCPU /7Kim IR UG HEEH (4-pin) (EFEEH ol 55 422 1))
* CPU /7K B R R SE S B A 10 2A (24W) [EUR DHZRA7K i A,
}% °

o 2 x BEER KIS B R 25H (4-pin) (R R R 1)
* B OK BDF BUR HRE S R R = 24 (24W) JEURTHZR 7K s &
}% o
* CPU_FAN2/WP Fl CHA_FAN1~2/WP B B Eh{E 2 &5 3-pin
BY 4-pin EF °

o 1x24 pin ATX FEJR#EH

« 1x8pin 12V ZEFEH

o 1 x FHER & A

o 2xUSB2.0 HE#t (4% 3 {8 USB 2.0 BT ) (S IREFEE)
« 1xUSB3.2 Genl HEEt (4% 2 {f USB 3.2 Genl iR ) (3

EFFEIRE)

« AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI 1%

« ACPI 6.0 & WAEE A Bk

« 1% SMBIOS 2.7

« CPU %L/ HEL ~ CPU GT ~ DRAM ~ VCCIN AUX ~ +1.05V
PROC ~ +0.82V PCH ~ +1.05V PCH B % B %%

o JEREEHET : CPU ~ CPU / KIHEE ~ BEFR / 7K B EU

o FFEEE (R CPU IR B BhFAE MG MUF®E ) « CPU ~
CPU / KB ~ H / KIS ERH S

o JERZ EHEPH] 0 CPU ~ CPU / KIGENH ~ #83% / KG B
JE T

. % F';EJE&UE?EI

0 B+ CPU Veore ~ +1.05V PCH ~ DRAM ~ VCCIN AUX ~
+1.05V PROC ~ +0.82V PCH ~ +12V ~ +5V ~ +3.3V

« Microsoft® Windows® 10 64 {i7JT. / 11 64 {i7JT.

« FCC~CE
« ErP/EuP Ready (7% Eff ErP/EuP ready B HLIERS )

B660M-HDV
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* QI A A » 78 L FAPIRHE%, + http//www.asrock.com

A AT - BRI GEEE L R b - Erh EfEFEE BIOS HHYZE ~
FRH E HIEBABEEIT SR B IR AREAR L B - RESATT RE & R B AR E
1 > B LT G BRI R EEGE - 1EIEE T AIEERRER Kk
7+ o B A& FTREIE ST AR

146



B660M-HDV

1.3 BRERTE

E ISR E PR T 2 - EBHREE R LI - BBk THERE ) - EIHBR
TEEFERHIIL - BBk TRIRL -

W S

il [

&% CMOS Bkis

(CLRMOSI1) -—l—l,.
(FE2ME L E > W 12

12) 2-pin B

fEATFIIF CLRMOST {5 kR CMOS B o # ENERR ik EHEE A 2 EU TR E »
FESERAPAE AR » B T EIR AL FE SR AR o TESF(T 15 POk - FE A BERIE
## CLRMOS1 EfY pin FLE&HY 5 o il » G5 EE7E T BIOS #2137 ENEFR CMOS °
FIETBAEH R BIOS £ ENE R CMOS » HILLESCEFTRUERAT - AR E TSR
CMOS BYERTRBARE - F5EE - HATEIUE CMOS TEHREA &5 FREE ~ HEA ~ i
Fe A B PR A FE R o EZ2FEAD » BSALTEEFR CMOS 12 I T BkARE ©

Q R CMOS » RIREERAIZIGREAR - 7579% BIOS I8 NEkRNES -
TR IR IR TR -

147



148

1.4 WREHFET R 1 EE

WeEHEEt RAEZTAES T RBAR © 7E 2N TEARIE B TE S LR R E0A L © FBIARIEETE

bt RAZTA k- RS LK AR Z AR -

SRS

(9-pin PANEL1)
GEZ2RE1H > w5

11)

AR RIRLLT BB HISE RS i
LR IRRARE - EARBER B R
HEARREFE T R e E L R -
TEE R Z AR R At

il -

PWRBTN ( i )
B AR AR LHIFEIRGARE o 1672 (/A A IR BARARAE A IR 77
He

RESET ( #H [ ) -
AELEE AR L0 ERR AR o 4 B e B ARE B TIE 5 EARE) » £ T
EGARAEN AT EFTE BN -

PLED ( %% LED) :

SHPEE RGRATIEIR AT EIRARRETE TS o A IETEE(ERF » It LED @55 « %
MAHEA S1/S3 FEHRAXRERF » LED G HFMELTHE o SZHEN S4 IEHRARRESCBAE (S5)
f% » LED 45, -

HDLED ( f# &% %) LED) :
SRR AT R _FHIREIEES) LED © BEIEIETERINEC A B FIBF » LED &%
o

BRGRATHTER AT & A 1A © B 3 252 A IRFAR ~ Eaefp ~ &
I LED ~ i1 8) LED ~ MW\ EADEEEAARE o #F R T IR AR E 2 I HE
FHIF » FEIEE e B S IEIR & IERERATT



TR RE bW\ Pt

PRARTRE R R E I HRRT -

SPEAKER
(7-pin SPK_CI1) DUMMY
(FH2HF1E > W ! |
13) SOOI
1 @]
SIGNLL |
GND
DUMMY
Serial ATA3 #25H iEVUSH SATA3 BEFRE S HE D
EH: BEFUEE R SATA BRHEL -
(SATA3_0: =M [l = B AT 6.0 Gb/s & EHEZS -
FEBHE 1H  fRE8) é [ -| é « 35 Mo 2 By SATA AR
(SATA3_L: o == 2EEEEA - rEiER
EZEEIE W 7) SATA3 3 o
HA: ~ “°
(SATA3_2: 2 [ [ 2
H2BE 1 H W 9) 3 E S
(H)
(SATA3_3:
H2BE 1 H W 9)
()
USB 2.0 HE#f use PR AR - &AM USB 2.0 BE
(9-pin USB3_4) &t o
(GEZHE1H » W
16) 1
(4-pin USB5)
(GEZHE1H » W
15)

USB 3.2 Genl ##t
(19-pin F_USB3_1_2)

(EBEE1H » FiF
6)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

IR B —(EBESt I
USB 3.2 Gen1 HEEHE AT S B
(B o

B660M-HDV
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AR & A EE

(9-pin HD_AUDIO1)
(GE2HE1HE - Wt

18)

R .

JE51% HDA 7 REIEHEE(F °

GND
PRESENCE#

A. % Mic_IN (MIC) ;##% MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) :##% OUT2_R A Audio_L (LIN) i##% OUT2_L °
C. 5##H (GND) ;##E #Hh (GND) »

D. MIC_RET }; OUT_RET {£{#t HD E3flE(EH °

M_LEE

E. &5 BB HTAIZS 7/ -

a2

FHEEHEA P EE SR EE
AT E A o

1. EREITE Eal s PR A J? SIMEEMH (Jack Sensing) » {EFE7E FRYETHRARA
FEIREFM RIGRF MR AL LR
FIEEH AC'7 EATET » Eﬁfﬁ?ﬁﬁu TR IER & e

BT FELE AC97 ErAflE]

FHHIE Realtek ZEFIEHHA [FrontMic ) 15aFHEE

TeRR K B R
G
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(GEBME1H > WY
4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(GEBME1H > WY
14)

43 21

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
FAN_VOLTAGE

GND

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1234

L BEHAL R {E 4-Pin 7}<“
TR R o G

3-Pin CPU t&3KiG T » mﬂ;
% Pin1-3 °

CPU A\ E5H

(4-pin CPU_FANT1)
(GEZME1H » Wik

2)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

+12V
GND

1234

A B ff 4-Pin CPU AL
IEI?ié EI H% %7?55 E u+$
£% 3-Pin CPU AT » §E## 2 Pin

1-3 ¢

CPU /7Kim B o B2

95

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(GEZHE1E W%

19)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

4
3
2
1

A TR BC AR 4-Pin 7K CPU
JER BRI o FEETHESEEE 3-Pin
CPU /KiEfEl)R » 3HEEE Pin

1-3 0



ATX FEFPEE

A F BEMRIC i —#H 24-pin ATX

(24-pin ATXPWRI1) ” J:- . FRRETE o HE A 20-pin
(FEZHE 1 E > W9 H ATX FEFHLERS » G598 A Pin 1
5) ? B Pin 13 °
+
1103
ATX 12V BEFHEEH . . A E AL —HH 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) OLLJ 12V FEFHEIE o B EE A 4-pin
(GEZ2HEE 1 5 > faik U] ATX BHIRHLIESS » F5H A Pin 1
1) ) k J Pin 5 ©
>« B R OB CPU Y
TR MIERUR R AR -
0% PCle FEIEARIE A L1
b -
SPI TPM HEt SPI_DQ3 L EEBE S 1% SPI {EHE - &
(13-pin SPL_TPM_J1) SP'%RTZ (TPM) AHE » ATHEIREETE 2208 ~
(FEZRE 1 E > w5 SPLuos! WIS WS R AR A
10) Ll (l;g”—m TPM St thRe i Lafis 2 2 ~
ololooloo (RN B e 6 7R
| sLLTPM,cs# ‘li °©

Fey g R E s

(9-pin COM1)
(GEZHRE 1 H > w7

17)

Itk COM1 HEt 371k 7 DI
foixf -

B660M-HDV
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

SlotEkspansi

Grafis

« Bentuk dan Ukuran Micro ATX
« Desain Kapasitor Solid

+ Mendukung Prosesor Intel” Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
+ Desain Digi Power

« Desain 6 Fase Daya

+ Mendukung Teknologi Intel” Hybrid

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

« Intel® B660

+ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
« 2x Slot DIMM DDR4
+ Mendukung memori DDR4 non-ECC, tanpa buffer hingga
5066+(0C)*
* Mendukung DDR4 3200 secara native.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
+ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
- Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 1xslot PCle Gen4x16*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
« 2 xslot PCle Gen3x1
+ 1x Soket M.2 (Kunci E), mendukung modul WiFi tipe 2230 WiFi/
BT PCle

* Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)
« Tiga pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, dan DisplayPort 1.4
+ Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz



B660M-HDV

+ Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200 @
60Hz

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio « Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897/887 Audio Codec)

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN «+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung UEFI PXE

1/0 Panel 2 x Titik Pemasangan Antena
Belakang + 1 xPort Mouse/Keyboard PS/2
+ 1xPort D-Sub
+ 1 xPort HDMI
» 1x DisplayPort 1.4
» 3xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)
+ 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan - 4xKonektor SATA3 6,0 Gb/s*
* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_3
akan dinonaktifkan.
+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe
2260/2280 mode Gen4x4 (64 Gb/s)**
+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2, Key M), mendukung SATA3 tipe
2260/2280 6,0 Gb/s & PCIe mode Gen3x4 (32 Gb/s)**
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** Mendukung Intel® Optane™ Technology (hanya M2_2)
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

** Mendukung Kit ASRock U.2

RAID « Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

Konektor + 1x Header Port COM
+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~2/WP dapat mendeteksi otomatis
jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
1 x Konektor Daya 8 pin 12V
1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 3 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

FiturBIOS + AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
« ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
« Dukungan SMBIOS 2.7
« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC,
+0,82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V PCH
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Perangkat + Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
KerasMonitor - Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air
+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air
+ Deteksi CASE OPEN
+ Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +1,05V PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

oS « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Sertifikasi - FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan

A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko
dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas
kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : B660M-HDV

Conforms to the following specifications:
[E FCCPart15,SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Tt

"1
b

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity ,ISR@CH

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B660M-HDV / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

EMC Directive - 2014/30/EU

M EN 55032:2015/A11:2020 M EN 55024:2010/A1:2015
M EN 61000-3-2:2014 [ EN 55035:2017/A11:2020
M EN 61000-3-3:2013 M EN 61000-4-2:2009

M EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010
M EN 61000-4-4:2012

M EN 61000-4-5:2014/A1:2017

M EN 61000-4-6:2014/AC:2015

M EN 61000-4-8:2010

M EN 61000-4-11:2004/A1:2017

Low Voltage Directive - 2014/35/EU
[JEN 62368-1:2014
[ EN 62368-1:2014/A11:2017

RoHS Directive - 2011/65/EU

M (EU) 2015/863 [ EN 50581:2012
CE marking
C € (EU conformity marking)
ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

' HE,

!_;;_:..-':_l_-\.- R I

-

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
December 3, 2021
(Date)

P/N: 15G062331000AK V1.0
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